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El objeto del invento es un procedimiento para la fabrica-
cién de placas de elesctrodos parazacumuladores de plomo, -
cuya superficie estd provista de un revestimiento fijador

de polvo.

En la industria ds los acumuladores, diversas etapas &e trJ-
bajo en la fabricacidn de las placas de slectrodos, espe=
cialmente despuds de las desecacionss intermedias, van acon-
pafiadas da un nocivo desarrollo de polvo de plomo. En base
de las experisncias, la cantidad predominante de polvo de

plomo se produce por placas positivas formadas, sn su ulta-

En consideracidn a las disposiciones agudizadas de la pro-
teccidn del medio ambiente y de la higiene del lugar de trJ—
bajo, es necssario resolver esfe estado inconveniente.

£l invento persigus, por lo tanto, el objeto da limitar la
formacidn de polvo, respectivamente de snlazar el polvo de
plomo por un tratamisnto superficial de las placas de eslec~-
trodo que, sin dificultades, puede incluirse en el curso de
la produccidn, de tal modo gue, al manipular los elactrodos),
en todo caso resulte un reducido desprendimiente de mate-
ria.

De la Memoria de la patente de EE.UU. 3.905.829 se conoce
un procedimiento, que prevé el tratamiento de placas de elefp~
trodos recien empastadas por aplicacién mediante pincsel, o
rociado de una solucién acuosa de compuestos polimeros or-
génicos, solubles en agua también la inmersidn en tal solu-

cidn. En el caso de estos polimeros sdlubles en agua se tra

ta de polivinil~alcohol, éxido de poliestileno, alquil y ce~-

lulosa y almidén, Dejan después de la evaporacidn del agua
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sobre la superficie de las placas una delgada pelicula, que
enlaza las part{culas de polvo de plomo. A causa de la solud
bilidad en agua de los productos formadores da pelfcula, sin
embargo, su accidn emlazadora de polvo sélemente perdura -

transitoriamente hasta que un subsiguiente tratamiento de -
lavado elimina ampliamente de nuevo, el revestimiento.

Si con los compuestos polfmeros orgénicos, aplicados duran-
te 8l proceso de formacifn no tiene lugar ninguna oxidacidn
penstrante hasta el 4cido carbdnico, entonces otros 4cidos,
que quedan como resto como 4cido acético, 4cido férmico, -

4dcido citrico y otros mis, ya que forman sales de plomo so=-
lubles, podrfas conducir a. una corrosidn,

Por el contrario, si el tratamiento paPa la Pijacién del -

polvo se efectla en las placas positivas, ya formadas, y deg-
puds de ello especialmentse susceptibles de desprender polvo,
no puede evitarse que, por lo menocs, una parte de las subs-
tancias orgdnicas solubles en agua ss arrastren hasta dentro
del electrolito de la baterfa, en lo que no pueden preverse
indeseadas influencias sobre los procesos electroquimicos en
el funcionamiento de carga/descarga. Muy frecuentemente se

hace observar inconvenientemente la presencia de materias =
orginicas solubles en el electrolito de la bateria también

por formacidn de espuma.

Por lo tanto, sirve ds base al invento el problema de crear
una placa de slectrodos, libre de polvo gque, por tratamien-
to superficial con un material formador de capa 361q poses

una reducida tendencia a la formacidn de polvo en el rsves-

timiento formado dsbe ser ampliamente indiferente de modo -~

o fmico y las propiedades sléctricas del acumulador no debew
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guedar afectadas.,

El problema se resuslve porque sl revestimiento contiene un
silicato como componsnte formador ds pelicula.

En las placas de electrodos segln el invento se trata pre-
ferentemente, de placas des rejilla positiva, que, bien sea
an seco, o en hidmedo, durante pocos segundos se sumergen =

an soluciones diluidas por ejemplo de silicato sddico, -

Na,8i0, (vidrio soluble sddido) y después sa sscan aproxima

cién de aire. Eventualmente la solucidn también puede apli-
carse por pulverizacidn. Naturalmente que pueden tratarse
seglin el invento, tanto placas de slectrodos negativas, co-
mo positivas y ésto, tanto después del empastado, también
despuds de la formacidn, preferentemente se efectla el tra-
tamiento despuéds del empastado.,

Bajo la designacidn de "vidrio soluble sddico" se obtiene
en el mercadoc una amplia exposicidn de especies de solucio-
nes de silicato sddico. La composicién quimica y las propist
dades fisicas de estos productos estdn situadas aproximada-
mente dentro de los siguientes limites: de 22 a 37% dsl SiU:
de 6 a 18% de Na,0, de 28 a 55% de contenido de materia sé-
lida, densidad 1,26 a 1,75 g/cm” y viscosidad (202 C) de 20
a 2,000 cl. Para la utilizacidn segln el invento ha resulta
do ser especialmente favorable un vidrio soluble sddico, ci
yos valores de anilisis coinciden ampliamente con los limi-
tes inferiorss de los alcances mencionados.

Tal vidrio soluble se aplica, bien sea sin diluir, o diluidg

con agua, en la proporcidn de lgl por inmersidn sobra las

placas, en lo giis al tiempo de inmersidn importa hasta 1 mi-
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nuto preferentemente 10 segundos. Seguidamentes se seca du-
rante una hasta dos hores a 602C, La suparficie de placa -
saca aparsce después de elle vitrificada.

En fabrices, en las que las placas se forman en la caja del
bloqus, el tratamiento con vidrio soluble se efectida prefe-
rentements en las placas recién empastadas, ya que sl tra-
bajo de montaje précticamente ha terminado ya antes de la
etapa da formacidn. Como se ha demostrado, la cura, que si-
gue al empastado, no gueda influida negativamente de ningu-
na manera por la pelicula da vidrio soluble. Ademés puede -
comprobarse una menor tendencia de las placas al desprendi-
miento de lodo.

Para svaluar la capacidad enlazadora de polvo de los reves-
timientos segin el invento, las placas se someten, bien sea
a un ensayo de vibracién o a un ensayo de rozamiento da des
prendimiento. Se ha demostrado que la cantidad de polvo des
prendida de una placa de eslectrodos impreganada importa sd-
lo alrededor de 5 hasta 10% de la produccidén de polvo obser
vada en una placa de elsctrodo no tratada.

La cantidad de vidrio soluble, absorbida por una placa de-
pende de la concentracién de la solucidn, en que también -
la viscosidad de la solucidn es importante, ya que solucio-
nes de baja viscosidad penetran mas profundamente en los po;
ros, pero soluciones de viscosidad mas alta pusden fluir né
lentamente fuera de la solucidn despuds de la extraccidn.
Por otra parte, la cantidad de vidrio soluble absorbida de-
pende la humedad de la placa. Asi, por ejemplo, se ha com-

probado que una placa seca absorbe, de un vidrio soluble no

T

dilufdo con viscosidad relativamente alta, en un segundo,
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alrededor de 10 gramos, mientras qus una placa himeda en 10
segundos sdlo absorbe 5 gramos. En soluciones diluidas de

baja viscosidad de vidrio soluble las cantidades de medio -

fijador absorbidas por la placa después de un tismpp de tra
tamiento de un minuto, estédn situadas en menos de 3 gramos
(placa seca) respectivamente menos de 1 gramo (placa hlme-

da), (estos valores estin referidos a placas de slactrodos

cifn es f4cil de explicar del hecho de que, incluso durante
la duracidn de tratamisnto relativamente prolongada, el agua
existente en el interior de la placa porosa, no puede intsr+¢
cambiarse tan rdpidamente. No obstante, las cantidades de
polvo, desarrolladas seguidaments, permanscen aproximadamen+
te igual de reducidas, es decir, disminuidas a valores de
menos de 1,4 mg/placa, mientras gue la produccién de polvo
y medio fijador alcanza hasta 10 mg/ placa. N
Por lo tanto, como la fijacidn de polvo también es posible
al emplear placas hdmedas, resulta la ventaja de que las =
placas formadas, despuds del lavado, pusden ssr inmediata-
mente tratadas sin tener que secarlas previamente, Esto es
interesante bajo sl punto de vista del ahorro de ensrgfa.
El tiempo de tratamiento tiene sdlo una reducida influencia |
sobre el snlazado del polvo. El éxito del tratamiesnto, ya
no varfa en tiempos de inmersién entre 10 segundos y un mi-
nuto, esencialmente, de modo que la duracién de tratamiento
de 10 sagundos puede considerarse como planamente suficisn-
ta.

La accidn, segln el invento, del revestimiento enlazador de

polvo se refusrza porque los vidrios salubles en soluciones
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4cides, con formacidn de fuentss de Si-0-5i en bravs tiempo
as condensan en poliicidos silicicos y en sllo tienden a la
reticulacién,

La conducta eléctrica de las placas de electrodos, no queda
atacada practicamente por al revestimiento segdn el invento;
Una ventaja adicional se consigue porque se mezcla la solu-
cién de vidrio soluble con una dispersidén acuosa, Fuerteman-
te diluida, de un compuesto polimero orgénico. El revesti-
miento formado en ello se caractsriza, a consecusncia dsl -
componente orginico, por una elasticidad aumentada. Los adid
tivos orgdnicos, que son todos insolubles en agua, pueden =
ser, tanto polfmerovs simples, como polivinil acetato, poli-
estirol, poliacrilatos, cloruro de polivinilo o copolimeri-
zados, cuyos componentes se forman, por sjemplo, de estirol
y de éster de Adcido acrilico, estirel y butadieno o acstato
de vinilo y ester de écido maléico. Pertenscen al grupo de
los materiales artificales de polimerizacidn, termoplésticoJ
y se encuentran utilizacién, por otra parte, como primeras
materias de esmalte en la industria del esmalte. Como produg
tos de la casa. Farbuerke Hoeschst A.G. estdn extendidas tam-
bién bajo el nombre comercial de "Mowilith",

En la aplicacidn sagln sl inuento; la diapérsién acuocsa al
50%, usual en el mercado del plistico polimero, se diluye a
una proporcidn de 1§10 y esta dilucidn se mezcla con la so-
lucién de vidrio soluble, usual en el mercado, en la propor-
cién de 1:1 . El 1fquido de tratamiento tiene entonces en -
total un contenido de cuerpos sflidos, de 15% de peso hasta

27% de peso. La aplicacién de la solucidn de vidrio soluble

con el aditivo ds matsrial pldstico sobre la placa de elsc=
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ha descrito mas arriba.

Resulta un revestimiento que reduce la formacién de polvo de
manera dptima a un resto de 2,5% de la produccidn de polvs
‘de una placa no tratada.

Una revisidn considerada de los resultados del tratamiento,
tanto con soluciones puras de vidrio soluble, como también
con una combinacidn de vidrio solubls / Méuilith salsccio~
nado segin placas secas, placas hdmedas, se indica por las
siguientes tablas 1 y 2. En ambos casos se utilizaron pla-
cas formadas positivas y se sfectud un ensayo de desprendi-]
miento de polvo

Tabla 1

[l

Placas secas, ' Sumergidas durante 1 minuto, secadas du-

rante dos horas a 602 C.
Contenido ds

coasve ROt S it Greises | mctons o
cidn original de (g/placa) (mg/placa)
vidrio soluble(%)

1 sin tratar ' ‘0 5,70
2 28 131 2,00 0,63
3 35 1:0 2,50 0,76
4 38 1:1 2,90 0,46
5 45 1:3 1,50 0,80
6 Solucidn da vidrio so- 1 3 1 2,20 1,0

luble original dsl ex~

perimento No., 2 ¢ Mowilith
1l ¢ 10 diluida.

30
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Ensa
N2

7
8
9

11l

Tabla 2
gac

Placas hdmedas, 1 minuto sumergidas; sscadas 2 horas a 6

Contenido de
cuerpos sdlidos

yo de la solucidn de Ddlucidén Cantidad Cantidad de
vidrio solubls de sustancia. polvo
original (%) (o/placa) (mg/placa)
28 1:0 0,80 0,76
35 1:0 0,35 0,93
38 1:1 0,56 1,00
45 1:3 0,25 2,90
-------------------------------------------------------- --‘1-‘-_
Solucién de vidrio 1:1 0,35 g,9

aoluble original del

Ensayo No. 2, respec=-

tivamente 7 + Mowilith
Diluido 1:10

Es interesante una comparacidn del nimero de ensayo 3 (pla-
ca seca) con el ndmero de ensayo 7 (placa himeda) : en am-
bos casos en una cantidad de polvo 0,76 mg/placa se obtiene

8l mismo valor de proteccidn, aunqus en la placa himeda se

empled menos vidrio soluble en el liquido de tratamiento y

L]

la cantidad de substancia formadora de capa solamente alcan
zaba escasamente un tercio de aquella de la placa seca.

Ademés, de los mencionados materiales plisticos han dado -
buen resultado todavfa azlcar y sulfato sddico como aditivop
adecuados al vidrio soluble de sodio. Les corresponds en =

ello el papel de formadores de poros, los gque postsriorment

se extraen por disolucidn por el electrolito desde sl resves
timiento insoluble de &cido sil{cico y, por ello, impiden
un recubrimiento demasiado amplio de la superficie de elsec-
trodo, electroquimicamente activa. Sin embargo, el vidric

soluble, también al lado de este componente principal de lop
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aditivos, sigue siendo el componente principal de la capa

enlazadora de polvo, por lo tanto, el verdadero formador de

‘pelicula.

Una solucidén de azlcar al 30% con solucidn de vidrio solu=-
ble, no diluida, mezclada en la proporecidn de lsl, es capaz
de disminuir la cantidad de polvo hasta 1% respecto a una
placa no tratada, importando en sllo el tiempo de inmexsidn
sin embargo, 8 minutos.

Cuando la solucidn de vidrio soluble sflido se diluy§ w=cer
con solucidn de Na,S0, al 15% en la relacidn de 1l:1, resul-
td, después de 10 segundos de tiempo de inmersidén y deseca~
cién, una cantidad de polvo de sdlo la mitad de la cantidad
gue se obtenia con igual dilucidn, pero sin Na,50,.

La presente patente de invencidn recaerd sobrs las siguien=

tes reivindicacionses.

20

25

30k
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REIVINDICACIONES

-1

l.- Procedimiento para la fabricacién de placas de electro-
do para acumuladores de plomo, caracterizado porque las =-
placas de rejilla, preferentsmente positiva, en una primsrg
fase, bien sea en estado hdmedo, o seco, durante pocos se-
gundos se sumergen en un liguido de tratamiento, consisten-
te aproximadamente en iguales partes de volumsn de una so-
lucidn de vidrio soluble sddico con 28 hasta 55% de paso df
componente de cuerpos sélidos, o con la misma solucién por
pulverizacidn aplicada y en una segunda fass, durante una
hasta dos horas, aproximadamente hasta 602 C se desecan hag-
ta que aparezca vidriada la superficie seca de la placa.
2.~ Procedimiento seqdn la reivindicacién 1, caracterizado
porque el tratamiento de las placas se efedtla después de
la formacidn,

3.~ Progedimiento segin la reivindicacidn 1, caracterizado,
porque el tratamiento de las placas se efectla antss de la
formacidn.

4.~ Procedimiento segin las reivindicaciones 1 a 3, carac-
terizado porque el tratamiento se efectda con solucidén no
diluida de vidrio soluble.

5.~ Procedimiento seglin las reivindicaciones 1 a 3 caracte-
rizado porque el liquido de tratamiento es solucién de vi-
drio soluble de sodio, que adicionalmente contiene una ps-
quefa cantidad de un materiel ertificial termoplastico.
6.~ Procedimiento segin una o varias de las reivindicacio~-
nes 1 a 5 caracterizado porque el liguido de tratamiento

contiens adicionalmente un formador de poros, especialmentd

azlicar o sulfato sddico.
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7.~ Procedimiento segdn la reivindicacidén 5, caracterizado
porque el liquido de tratamiento se compone aproximadamente
de iguales partes de volumen de una solucidn de vidrio so=
luble sddico con 28 hasta 55% de proporcidn de materias sé-
lidas y una dispersidn acuosa de un material pldstico, ter-
moplédstico, con una proporcidn de materias solidas del 2 al
7% de pesa,

8.- Procedimisnto segdn la reivindicacién 6, caracterizado
porque el liquido de tratamiento se compone de aproximada=-
mente iguales partes de volumen de una solucidn de vidrio
soluble sddico con 28 hasta 55% de peso de proporcidn de -
material sdlido y una solucién acuosa de azficar de 10 a 309
de peso.
9,- Procedimiento segln una o varias de las reivindicacioneF
1 & B caracterizade porque el tratamiento se efectla en =
placas hdmedas.

10,~ " Procedimiento para la fabricacién de placas de elec-
trodoé para acumuladeres de plomo",

Seqgln se describe y reivindica en la adjunta memoria des~

criptiva la cual consta de 1l hojas escritas y foliadas a

miquina por una sola de sus caras.

CARLO
Madrid, & 9 MAYD 1978 P. P

€do.: Pedyd Matamoron
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